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1. Problematica managementului termic
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O parte din energia necesară funcţionării oricărui circuit 

electronic se transformă în căldură (se “disipă”)

Toate componentele / sistemele electronice au o capacitate 

limitată de a rezista la temperatură

• Componente pasive: putere disipată maximă

• Componente active: temperatură maximă a joncţiunii



Obiectivul nr. 1: evitarea distrugerii componentelor datorită

căldurii disipate în funcţionare

“Distrugere” poate însemna: 

 pierderea integrităţii structurale

- vaporizarea compuşilor organici

- topirea lipiturilor

- fisurarea terminalelor / capsulelor datorită solicitărilor 

termo-mecanice

- delaminarea

 deteriorarea semnificativă a caracteristicilor funcţionale

- migrarea dopanţilor

- modificarea proprietăţilor dielectrice

2. Obiectivele managementului termic



Fiabilitatea componentelor / sistemelor electronice este direct 

corelată cu  domeniul temperaturilor de lucru

• Rata defectărilor creşte

exponenţial cu temperatura de

funcţionare

• Circuitele integrate reprezintă

microsisteme formate din

milioane de tranzistoare,

fiabilitatea ansamblului

depinzând de fiabilitatea fiecărei

componente în parte

Obiectivul nr. 2: asigurarea unui microclimat termic cât mai

uniform şi cât mai apropiat de temperatura ambientală normală

(27°C)


